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《表面组装技术(SMT工艺)》以SMT生产工艺为主线，以理论知识+实践项目的方式组织
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教材内容。《表面组装技术(SMT工艺)》内容包括SMT综述、SMT生产物料、SMT生产
设备与治具、SMT生产工艺、SMT辅助工艺和SMT生产管理及调频调幅收音机SMT组装
项目。《表面组装技术(SMT工艺)》可作为高职高专院校电子类专业教材，也可作为SM
T专业技术人员与电子产品设计制造工程技术人员的参考用书。
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韩满林

男，辽宁人，汉族，教授，研究员级高级工程师；现任南京信息职业技术学院机电学院
院长。自1982年参加职业教育工作以来，曾多次荣获南京市“优秀教育工作者、优秀
指导老师”、江苏省信息产业厅“优秀教师”、江苏省“优秀班主任”等称号。2007
年荣获“江苏省高等学校教学名师奖”，2009年荣获“国家高等学校教学名师奖”。

于1997年在高职高专院校率先创建“电子组装技术与设备(SMT)专业”，建设SMT教学
工厂，与西门子、GE等公司共建实验室，与浙江金阳公司共建校内生产性实训基地——
南极星科技有限公司(江苏省高新技术企业)，深入开展校企合作、工学结合，成果显著
。
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书评

我们学校用过这本教材，上课时老师基本不按照这本书讲，也不知道这书有什么用途，
好像老师们自己对这本书也不太满意，实际生产经验是老师自己讲让我们记笔记，新工
艺新设备是在老师的PPT里，教材里都没有，既然教材这么没用，不知道学校为什么选
择它，就因为是自己编辑的，垃圾...  
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